


2、公司在 2024 年及未来的发展方向。

答：随着大电流、高电压等应用场景需求增长，功率器件产品需求持

续旺盛，应用了 Clip bond 等技术的产品封装系列能够更好的满足市场对

大电流、高电压等功率器件的要求，在工业控制、新能源汽车等领域广泛

得到应用。公司将基于现有的功率器件封装的核心技术，持续紧密围绕大

电流、耐高温、高功率器件封装技术开展研发，并在封装过程的粘片、压

焊等多个环节不断创新。同时，在芯片级贴片封装技术（DFN/QFN 封装等）

方向，公司将顺应行业发展趋势，逐步向更小尺寸封装和更大尺寸封装、

高功率密度方向发展。

3、公司研发投入情况。

答：公司的研发投入的变化主要受公司研发计划和研发项目所处阶段

的影响，公司的研发计划根据市场需求和客户需求而制定。公司将持续积

极加大研发投入，紧跟行业研发热点，将技术创新作为自身发展的重要驱

动力。公司每年研发费用支出均达千万元以上，占营业收入比重超过 4%；

公司目前研发人员约 150 人，占比超过 10%，核心技术人员稳定。

同时，公司注重人才的引进和培养，逐步建立了较为完善的人才引进

与培养机制，采取多元化的薪酬激励体系，促进内部竞争，培养专业化人

才队伍。加强与各大高校合作招聘，推行产学研结合机制并寻求外部研发

合作等方式吸收专业技术人才，通过各种方式补充相应的人才以适应公司

不断发展的需要。

4、公司上半年毛利率下降原因。

答：2024 年上半年，公司销量同比有所增长，但产品价格有较大幅

度的下滑，主要系全球半导体市场仍处于周期底部爬坡阶段，尽管以智能

手机、电脑为代表的消费电子有复苏迹象，但复苏力度较为孱弱，需求整

体受限；叠加下游客户仍处于去库存阶段，市场竞争加剧，产品价格承压，

综合影响下导致利润和销售收入同比下降。

受公司产量增加影响，并叠加材料价格上涨的因素，公司营业成本有

所增加，导致公司利润下降。

2024 年上半年，公司在营业收入下行的同时营业成本有所增加，主

要受金属原材料涨价影响和产量增加导致材料成本和人工成本上升较多，

使得毛利率下滑。

5、公司业绩提升的应对措施。

答：蓝箭电子将结合国家、市场对公司的期望和要求，在做强做大核

心元器件主业的基础上，通过资本运作延伸产业链条，做大发展规模。

营销策略：在市场方面，继续深耕主营业务发展，加快开拓新兴产业、

工业类、车规级产品等领域，采取多产品系列延伸策略，为客户提供整合

配套及解决方案。

生产制造策略：通过募投项目建设打造佛山市半导体器件产业基地。

采取贴近客户，自动化、信息化、提升质量、持续创新、绿色制造等策略

助力公司生产制造的发展。

研发策略：完成半导体封装研究实验室、封装可靠性与失效性分析实

验室软硬件的建设，聚焦于对宽禁带功率半导体器件封装研究、Clip bond

封装工艺等课题，采取技术跟随策略，开展国际化基础和前瞻技术合作与



风险投资。

6、蓝箭未来成本管控的情况。

答：公司在数字化、智能制造领域目前已开展全部产线设备数字化管

理和自动搬运管理推动升级。公司已经引入应用机器人封装技术、AI 智

能管理、制造业大数据分析系统等，目前已通过自主创新在封测全流程实

现智能化、自动化生产体系的构建，实现了供、产、销、研有机互联，能

够从订单接收到产品出库实现全流程质量控制和实时监测，实现全流程的

智能互联。未来，随着国内半导体生产技术持续提升，公司将继续推进和

实现半导体生产设备、生产材料的国产化替代进程。

附件清单（如有） 无

日期 2024 年 10 月 14 日


